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Bescheinigung 

Die Siemens Aktiengesellschaft in Munchen/Deutschland hat eine Patentan- 
meldung unter der Bezeichnung 

"Vorrichtung zum Bestucken eines Substrates mit Flip-Chips" 

am 5. Marz 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht 

Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der urspriing- 
lichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 

Die Anmeldung hat im Deutschen Patent- und Markenamt vorlaufig die Symbole 
H 01 L und H 05 K der International Patentklassifikation erhalten. 



Munchen, den 18. April 2000 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 
Im Auftrag 




iktenzeichen: 199 09 775.5 r'n ^ 




PRIORITY 
DOCUMENT 



Brand 



A 9161 

06.90 
11/98 



4 




GR 29 P ;363 



. sf<W 0<? Y?S. S o 




Beschreibung 



Vorrichtung zum Bestucken eines Substrats mit Flip-Chips 



5 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Bestucken eines 
Substrats mit Flip-Chips, wobei die Vorrichtung einen Be- 
stuckkopf aufweist, der die Flip-Chips aus einem Bauelemente- 
vorrat entnimmt und auf das Substrat aufsetzt. 



10 Derartige Flip-Chips sind ublicherweise mit ihren AnschluBe- 
lementen nach cben wsisend bereit^estellt . Sogenannte Wafer- 
Handler sind mit einer Wendeeinrichtung fur die Flip-Chips 
versehen, so dali ein Bestuckkopf einer Bestiickvorrichtung die 
Flip-Chips in ihrer richtigen Einbaulage aufnehmen und auf 

15 das Substrat aufsetzen kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den Vorrichtungs- 
aufwand fur die Bestuckung der Substrate zu verringern. 

2 0 Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gemal3 Anspruch 1 ge- 
lost. Der frei positionierbare Bestuckkopf kann in einem Po- 
sitioniersystem so verfahren werden, dafl sein Ver f ahrbereich 
den gesamten Waferbereich und das Substrat uberdeckt. Der Be- 
stuckkopf kann daher die Flip-Chips unmittelbar vom Wafer 
entnehmen, in der Zeit bis zum Aufsetzen auf das Substrat 
seiner Wendeeinrichtung ubergeben und den Flip-Chip nach dem 
Wenden auf das Substrat aufsetzen. Durch diese Maiinahme kann 

auf den' Waf er -Handler vollig verzichtef werden. : 



30 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den An- 
spruchen 2 bis 6 gekennzeichnet : 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 2 ist es moglich, eine 
Vielzahl von Flip-Chips in schneller Folge vom Wafer aufzu- 
35 nehmen und zwischen zwei Hal testationen zu wenden. Anschlie- 
Bend wird die Vielzahl der an den Greifern gehaltenen Flip- 
Chips in ebenso schneller Folge auf das Substrat aufgesetzt. 



GR 99 P 1363 



2 

Dadurch verringert sich die Anzahl der Ver f ahrvorgange erheb- 
lich, was mit einer entsprechenden Zeitersparnis verbunden 
ist . 

5 Durch die^Weiterbildung n^^fcAnspruch 3 wird die Wendeein- 
richtung in einfacher We'^^^itfit weriigen zusatzlichen Elemen- 
ten realisiert. 



Durch die Weiterbildung nach Anspruch 4 konnen Flip-Chips si- 
10 cher zwischen den verschiedenen Saugflachen iibergeben werden. 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 5 konnen ohne Nach- 
stellvorgange unterschiedlich dicke Flip-Chips gehandhabt 
werden . 

15 

Durch die Weiterbildung nach Anspruch 6 kann die Wendeein- 
richtung kompakt und mit geringem Gewicht ausgebildet werden. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung 
20 dargestellten Ausf iihrungsbeispieles naher erlautert. 



Figur 1 zeigt schematisiert eine Seitenansicht eines Be- 

stuckkopfes fur Flip-Chips, 
Figur 2 eine andere Seitenansicht des Bestiickkopf es nach 
2 5 Figur 1, 

Figur 3 einen Ausschnitt aus dem Bestiickkopf nach Figur 1 

in einer anderen Arbeitsphase . 



Nach den Figuren 1 und 2 weist ein revolverartiger Bestuck- 
30 kopf 1 einen Stator 2 und einen Rotor 3 auf , an dem eine 

Vielzahl von sternformig abstehenden Greifern 4 umlaufend an- 
geordnet ist. Der Bestuckkopf 1 ist in der Richtung der per- 
spektivisch dargestellten Pfeile X und Y in einer zum Wafer 
und dem Substrat parallelen Ebene frei posi tionierbar . In der 
35 in Figur 1 dargestellten Stellung befindet er sich liber einem 
Wafer 5 an dessen Oberseite Flip-Chips 6 eng aneinanderge- 
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reiht mit ihrer Anschluliseite nach oben liegend bereitgehal- 
ten sind. 

Der in der unteren Drehstellung befindliche Greifer 4 ist auf 
einen der Flip-Chips 6 ausgerichtet und kann teleskopartig 
auf diesen abgesenkt werden. Dieser wird an das Greiferende 
angesaugt und zusammen mit diesem vom Wafer 5 abgehoben. 
Durch Verfahren des Bestuckkopf es 1 und Verdrehen des Rotors 
3 konnen sukzessive samtliche Greifer 4 mit den Flip-Chips 6 
belegt werden. Einer der Haltestationen der Greifer 4 ist ein 
erster Halter 7 zugeordnet,- der mit s ein em Ende auf das Ende 
des Greifers 4 ausgerichtet ist. 

Der am Greifer angesaugte Flip-Chip 6 kann nun an den Halter 
7 ubergeben werden und an dessen Ende angesaugt werden. Durch 
Verschwenken in eine strichpunktiert dargestellte Ubergabe- 
stellung kann der Flip-Chip 6 an einen weiteren Halter 7 
ubergeben werden, der dem ersten Halter entgegengeset zt ge- 
richtet ist und der nun den Flip-Chip 6 an seiner Anschlufi- 
seite erfafit. Der zweite Halter 7 ist einer nachf olgenden 
Haltestation des Bestuckkopf es 1 zugeordnet. Er kann aus der 
Ubergabestellung in eine zum Greifer 4 der zweiten Haltesta- 
tion fluchtende Abgabestellung geschwenkt werden, in der der 
Greifer 4 das Bauelement an seiner der Anschluliseite abge- 
wandten Oberseite erfafit. 

In Figur 3 ist dargestellt, wie der Flip-Chip 6 wahrend des 
Verdrehens des Rotors 3 zwis c hen den Haltern 7 ubergeben und 
zeitsparend gewendet werden kann. 

Nach dem Wenden der Flip-Chips 6 werden diese sukzessive in 
eine in der Figur 2 dargestellte Auf setzstellung transpor- 
tiert, in der sie auf ein zu bestiickendes Substrat 8 lage- 
richtig aufgesetzt werden konnen. 
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Patentansprtiche 

1. Vorrichtung zum Bestiicken eines Substrates (8) mit Flip- 
Chips ( 6) , 

5 wobei die -Vo-rrichtung einen Bestiickkopf (1) aufweist, der die 
Flip-Chips *(6) aus einem -Bauelementevorrat (z.B. 5) entn-immt 
und auf das -Subs trat (8) aufsetzt, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Bestiickkopf (1) mit einer Wendeeinrichtung (9) fiir 
10 die Flip-Chips (6) versehen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der Bestiickkopf (1) mit einer Vielzahl von revolverartig 
15 indexiert umlaufenden Greifern (4) versehen ist, 

dafi die Wendeeinrichtung (9) einem stationaren Teil (z.B. 2) 
des BestuckJcop£es (1) zugeordnet ist, 

daii die Wendeeinrrchtung H9) j ewe i Is-* einen der Flip-Chips (6) 
in einer ^ersten^HaK'es^ation^der Grei>f er ( 4 ) -ubernimmt ? und in 
20 einer der nachf olgenden Hal testationen an einehT*der Greifer 
(4) gewendet zuriickgibt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

25 dafi die Wendeeinrichtung (9) zwei schwenkbare Halter (7) auf- 
weist, von denen ein erster auf die erste der Haltestat ionen 
ausrichtbar ist, 

dafi d e r zweite Haltei — <rh — auf eine nachf ulyende del HalLesLa- 

tionen ausrichtbar ist und 
30 dafi die beiden Halter (7) in eine gemeinsame Obergabes tellung 

schwenkbar sind, in der ihre dem Flip-Chip (6) tragenden, 

einander entgegenragenden ^Enden aufeinander ausgerichtet 

sind . 

35 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
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dali die Halter (7) als schwenkbar gelagerte Saugpipetten aus 
gebildet sind, 

dali die Greifer (4) als am Bestuckkopf (1) radial abstehende 
Sauggreifer ausgebildet sind, 
5 dali die zur Drehebene der Greifer (4) senkrechten Schwenkach 
sen (10) der Halter (7) in der axialen Verlangerung der Grei 
fer (4) angeordnet sind und dali Langsachsen der Halter und 
der Greifer beim wechselseitigen Obergeben der Flip-Chips 
miteinander f luchten . 

10 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche , 
dadurch gekennzeichnet, 

dali zwischen den in der Obergabestellung fluchtenden gegen- 
einander gerichteten Haltern (7) ein freier Abstand besteht, 
15 der etwas grolier ist, als die Dicke der Flip-Chips (6). 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
d a d u r c h gekennzeichnet, 

dali die erste und zweite Haltestation unmittelbar aufeinan- 
20 derfolgend angeordnet sind. 
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Zusammenf as sung 

Vorrichtung zum Bestucken eines Substrats mit Flip-Chips 

5 Ein frei po s ition»ie rbar e r Be s t ug kkop f (1) entnimmt einem Wa- 
fer (5) be*rei'testehende Flip-Chips (6), deren AnschluJJseite 
nach oben gerichtet ist. Der Besttickkopf verfugt uber eine 
Wendeeinrichtung (9) in der die Flip-Chips bis zum Aufsetzen 
auf ein zu bestuckendes Substrat (8) derart gewendet werden, 
10 daii sie mit ihrer AnschluAseite auf das Substrat aufgesetzt 
werden konnen. 

Dadurch kann auf eine dem Wafer (5) zugeordnete aufwendige 
Wendeeinrichtung ver zichtet werden . 

15 



Figur 1 
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